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Abstract (en)
The cutter consists of a number of straight cutter elements (3a,b,c,d.13a,b,c,d.) for cutting the web of material (1) into signatures (7). Gripper
elements (4a,b,c,d..14a,b,c,d..) cooperate with the cutter elements The cutter elements are moved along a first and second path (105,106) between
which is the signature cutting part (1000).

Abstract (de)
Eine Vorrichtung zum Schneiden einer Materialbahn (1), die mit einer Bahngeschwindigkeit in eine Bahnrichtung bewegt wird, umfasst eine
Vielzahl von geradlinig in Bahnrichtung bewegbaren Schneidelementen (3a, 3b, 3c, 3d etc., 13a, 13b, 13c, 13d etc.) zum Schneiden der Bahn
(1) in Signaturen (7) und eine Vielzahl von Greiferelementen (4a, 4b, 4c, 4d etc. 14a, 14b, 14c, 14d etc.), die mit den Schneidelementen (3a, 3b,
3c, 3d etc., 13a, 13b, 13c, 13d etc.) zusammenwirken. Ein Verfahren zum Schneiden einer Bahn (1), die sich in einem Signaturschneidbereich
(1000) in eine Bahnrichtung bewegt, sieht vor, dass eine Vielzahl von Schneidelementen (3 a, 3b, 3c, 3d etc., 13a, 13b, 13c, 13d etc.) in einem
Signaturschneidbereich (1000) geradlinig in Bahnrichtung bewegt werden; dass die Vielzahl von Schneidelementen (3 a, 3b, 3c, 3d etc., 13a,
13b, 13c, 13d etc.) die Bahn (1) in Signaturen (7) schneidet; dass die Signaturen (7) ergriffen werden; und dass die Länge der Signaturen (7)
durch Steuern der Abstände zwischen den Schneidelementen (3 a, 3b, 3c, 3d etc., 13a, 13b, 13c, 13d etc.) in dem Signaturschneidbereich (1000)
verändert wird. <IMAGE>
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